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FIG.5

(57) Abstract: The invention relates to a magnetic component comprising: - an active portion comprising: o a printed circuit board
extending along a first plane; o a first inductive element formed by a first winding of an electrical conductor deposited on the printed
circuit board; o a ferromagnetic core positioned with respect to the first inductive element so as to form a closed magnetic circuit capable
of guiding a magnetic field induced by the first inductive element; and an encapsulation structure configured to encapsulate the active
portion and comprising a housing made of a first material having a first Young's modulus; wherein the housing is filled with a filling
resin having a second Young's modulus lower than the first Young's modulus; and the ferromagnetic core is moulded in the resin inside
the housing so as to separate the ferromagnetic core from the housing.
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Publiée:
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(57) Abrégé : L'invention concerne un composant magnétique comprenant : - une partie active comprenant : o un circuit imprimé
s'étendant selon un premier plan; o un premier élément inductif réalisé par un premier enroulement d'un conducteur électrique déposé
sur le circuit imprimé; o un noyau ferromagnétique positionné par rapport audit premier élément inductif de maniére a former un
circuit magnétique fermé apte a guider un champ magnétique induit par le premier élément inductif; et une structure d'encapsulation
configurée pour encapsuler la partie active et comprenant un boitier réalisé en un premier matériau ayant un premier module de Young;
le boitier étant rempli par une résine de remplissage ayant un second module de Young inférieur au premier module de Young; le noyau
ferromagnétique étant moulée dans ladite résine a l'intérieur dudit boitier de maniére a séparer le noyau ferromagnétique dudit boitier.



